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	Bonding	MEMS, SENSORS>	Ultraschall-Dünndraht Al
	Ultraschall-Dünndraht Cu
	Ultraschall-Dünndraht Au
	Ultraschall Ball-Wedge Au
	Ultraschall Ball-Wedge Hochzugang Au



	OPTO, RF/HF>	Ultraschall-Dünndraht Al
	Ultraschall Ball-Wedge Au
	Ultraschall Ball-Wedge Hochzugang Au
	Ultraschall-Schwerlastband Al
	Ultraschall-Tiefzugang Al,Au



	COB, HYBRID>	Ultraschall-Dünndraht Al
	Ultraschall-Dünndraht Au
	Ultraschall Ball-Wedge Au
	Ultraschall-Dickdraht Al 125 - 375 µm



	POWER DEVICES>	Ultraschall-Dünndraht Al
	Ultraschall-Dickdraht Al 375 - 500 µm
	Ultraschall Dickdraht Cu
	Ultraschall-Schwerlastband Al
	Laser Band Cu
	Laser Tab Cu 300 - 800 µm



	POWER SYSTEMS>	Laservereinfachung niedrige Induktion Cu
	Laser Band Cu
	Laser Tab Cu 300 - 800 µm



	BMS>	Ultraschall-Dickdraht Al 125 - 375 µm
	Laser Band Cu
	Laser-Flex-PCB-Band Ni
	Laser Tab Cu 50 - 300 µm



	PCB, CASTING & AUTOMOTIVE>	Ultraschall-Dickdraht Al 125 - 375 µm
	Laser Band Cu
	Laser Band Al
	Laser PCB freitragend Al, Cu
	Laser Tab Cu 300 - 800 µm



	CELLS>	Ultraschall-Dickdraht Al 375 - 500 µm
	Laser Band Cu
	Laser Band Al
	Laser Tab Al 0,5 - 2 mm
	Laser Tab Cu 50 - 300 µm











	Maschinen	Ultraschall-Drahtbonder>	M17S: Vollautomatischer Drahtbonder mit einem Bondkopf
	M17D: Vollautomatischer Drahtbonder mit zwei Bondköpfen
	M17L: Größter Arbeitsbereich für Dünndrahtbonden
	M17XL: Vollautomatischer Drahtbonder mit größtem Arbeitsbereich



	Laserbonder>	M17LSB L: Kombination von Laserschweißen und Drahtbonden
	M17LSB XL: Kombination von Laserschweißen und Drahtbonden



	LAZ-Serie>	DelvoLAZ
	MegaLAZ
	GigaLAZ
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Ultraschall-Drahtbonder
Verbindungslösungen für Sensorik, Halbleiter und Automobil - optimiert für höchste Qualität und Effizienz.


Mehr erfahren
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Laserbonder
Fortschrittliche Verbindungstechnologie für große Leitungsquerschnitte in der Leistungselektronik.


Mehr erfahren
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Bond Academy
Wir bieten Beratung, Dienstleistungen und Analyse für optimierte Prozesse unserer Bondverfahren.


Mehr erfahren
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Training
Wir unterstützen mit Schulungen rund um das Drahtbonden und die Bedienung unserer Maschinen. 


Mehr erfahren







Leader in Innovative Joining Technology
Seit 1978 prägt die F & K DELVOTEC GmbH maßgeblich die Innovationslandschaft im Bereich der Ultraschallbonder. Ihre bahnbrechenden Entwicklungen haben den Markt entscheidend geprägt und positionieren das Unternehmen als Innovationsführer. Durch einen außergewöhnlich hohen Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie enge Kooperationen mit führenden Unternehmen und renommierten Forschungsinstituten wurden Spitzenleistungen erzielt.



Bonding solutions by products



					Wählen Sie Ihr Produkt:
				
MEMS, SENSORS

OPTO, RF/HF

COB, HYBRID

POWER DEVICES

POWER SYSTEMS

BMS

PCB, CASTING & AUTOMOTIVE

CELLS
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Sonderwünsche?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung neuer Produkte.


Wir finden den richtigen Prozess.
Wählen Sie einen Prozess, um mehr darüber zu erfahren!
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Aktuelles
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Grüße von der Semicon China

										
											Von 20. bis 22. März waren unsere Kollegen auf der internationalen Fachmesse für Halbleitertechnik.
										
									

weiterlesen
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BehindTheScenes – Fotoshooting HR

										
											Letzte Woche kamen all unsere Kolleginnen & Kollegen der Personalabteilung & des Recruitings in Straubing zum übergreifenden Austausch zusammen.
										
									

weiterlesen
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Techniker Schule München - Messe TagDerBetriebe

										
											Wir hatten die Gelegenheit, Schülerinnen und Schülern der Techniker Schule München einen Einblick in unsere Arbeitswelt zu geben.
										
									

weiterlesen
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										PCIM Europe
									

										
												Fachmesse & Konferenz für Leistungselektronik
											
									

11.06.2024 - 13.06.2024
			
Nürnberg (GER)
Messe Nürnberg
Messezentrum 1, 90471 Nürnberg







										SMTconnect
									

										
												Messe für die Community der Elektronikfertigung
											
									

11.06.2024 - 13.06.2024
			
Nürnberg (GER)
Messe Nürnberg
Messezentrum 1, 90471 Nürnberg







										The Battery Show North America
									

										
												Nordamerikas umfassendste Messe für moderne Batterien
											
									

07.10.2024 - 10.10.2024
			
Detroit (USA)
Huntington Place
Halle A-C I Stand 2922
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Videos



Ultra Fine precision 40µm 






Heavy Wire






Bond Process Control











									Service Hotline
								

									+49 89 62995 0
								

									Email
								

									Auftragsabwicklung
								

									+49 89 62995 0
								

									Email
								

									Warenrücksendung
								

									Einfache und schnelle Bearbeitung Ihrer Warenrücksendung und Reparatur
								

									Mehr erfahren
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